Соглашение о сотрудничестве 
в сфере научно-исследовательской деятельности

г. Москва








 «___» __________ 2020 г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники» (МИЭТ), именуемое в дальнейшем «Университет», в лице Проректора по научной работе Гаврилова Сергея Александровича, действующего на основании доверенности № 436 от 01.07.2016 г.,  с одной стороны, и __________________________________________________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Стороны осуществляют сотрудничество по вопросам научно-исследовательской, инновационной деятельности в рамках разрабатываемых Сторонами проектов.

1.2. Соглашение Сторон не является договором о совместной деятельности. На основании Соглашения у Сторон не возникает обязанности по передаче друг другу имущества, передачи и предоставления имущественных прав, перечислению денежных средств, не влечет за собой обязательств по расходованию или выделению денежных средств. Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения осуществляется Сторонами без образования юридического лица и без получения общей прибыли.

1.3. Стороны согласились, что реализация конкретных проектов осуществляется на основе отдельно заключаемых договоров и соглашений, определяющих и регламентирующих конкретные формы, технические, финансовые и иные условия осуществления отношений.

2. Формы сотрудничества
2.1. Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения может быть реализовано в следующих формах:

· проведение совместных научных исследований, в том числе с использованием оборудования, приведенного в Приложении 1;

· участие в разработке научно-методической и отчетной аналитической документации, практических и теоретических материалов инновационного содержания;

· подготовка публикаций, презентаций и докладов, связанных с изучаемой проблемой;

· обмен научно-исследовательской информационной документацией и литературой;

· привлечение научных, научно-исследовательских, проектно-конструкторских, технологических и других организаций, а также отдельных ученых, экспертов и специалистов, в том числе студентов, аспирантов и преподавателей Университета;

· оказание взаимной консультативной помощи по вопросам внедрения современных производственных технологий и программных продуктов в научно-исследовательскую и образовательную деятельность Сторон;

· проведение совместных семинаров, конференций и совещаний.

2.2. Сотрудничество Сторон может осуществляться и в иных взаимосогласованных формах, обеспечивающих реализацию направлений деятельности Сторон в рамках данного Соглашения.
3.  Организация сотрудничества
3.1. Сотрудничество предусматривается на научных базах обеих Сторон одновременно.

Координаторами от Сторон по настоящему Соглашению выступают:
· со стороны «Университета» – ______________;
· со стороны «Партнера» – _________________;
3.2. При реализации проектов Стороны:

· осуществляют содействие реализации совместных проектов в порядке, размере и способами, предусмотренными отдельными договорами и соглашениями, заключенными в рамках настоящего Соглашения; 

· своевременно и в полном объеме выполняют юридические и фактические действия, необходимые для реализации проектов;
· разрабатывают и утверждают программы (протоколы) исследований, определяют результаты, сроки и требования к проводимым исследованиям;

· при необходимости привлекают к реализации проектов в рамках настоящего Соглашения третьих лиц с взаимного согласия Сторон, выраженного в письменной форме. При этом Стороны гарантируют соблюдение такими третьими лицами требований, предъявляемых для допуска к соответствующим видам работ и услуг, а также условия о конфиденциальности, установленного статьей 5 настоящего Соглашения.
· обмениваются имеющимися в их распоряжении информационными ресурсами на паритетной основе;
· обсуждают вопросы, связанные с реализацией направлений сотрудничества;
· оперативно рассматривают проблемы, возникающие в процессе реализации проектов в рамках данного Соглашения, принимают по ним согласованные конструктивные решения.
· незамедлительно извещают друг друга о невозможности исполнения обязательств в рамках настоящего Соглашения.

4. Права на результаты интеллектуальной деятельности

4.1. В рамках реализации настоящего Соглашения Стороны обеспечивают защиту прав на результаты интеллектуальной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.2. Стороны признают и не нарушают права друг друга на объекты интеллектуальной собственности, а также никоим образом не будут стремиться к ущемлению интересов друг друга, использованию полученных в процессе сотрудничества знаний и опыта в целях недобросовестной конкуренции.
4.3. Стороны используют авторские и смежные права, промышленную собственность, товарные знаки, символику и другие средства индивидуализации, принадлежащие другой Стороне только по согласованию Сторон на основе соответствующих договоров и действующего законодательства Российской Федерации.
5. Конфиденциальность

5.1. Стороны договорились, что конфиденциальность сведений, предоставляемых Сторонами друг другу при заключении в рамках настоящего Соглашения отдельных соглашений или договоров, определяется конкретными соглашениями и договорами.

5.2. Каждая из Сторон настоящего Соглашения обязуется обеспечить соблюдение требований Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» при передаче, обработке, хранении, уничтожении и/или иных действиях при передаче персональных данных в течение срока действия Соглашения, если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации.
6. Уведомления

6.1. В случае, если согласно условиям настоящего Соглашения требуется наличие письменного уведомления Стороны, то такое уведомление должно быть направлено второй Стороной не позднее 14 (Четырнадцати) дней с момента возникновения в нем необходимости.

6.2. Если в соответствии с условиями настоящего Договора требуется наличие письменного согласия Стороны, то такое согласие должно быть получено в течение 30 (Тридцати) дней с момента получения соответствующего запроса. В противном случае действие Стороны считается несогласованным и не получившим одобрение второй Стороны.

6.3. При проведении в отношении Стороны административных проверок или иных законных процедур (банкротство, судебное разбирательство и т.п.), затрагивающих действие настоящего Соглашения, она незамедлительно уведомляет об этом вторую Сторону с тем, чтобы последняя имела возможность осуществить защиту своих прав в надлежащем порядке.

6.4. Любой обмен письменной информацией по настоящему Соглашению осуществляется Сторонами в форме почтовых отправлений, посредством электронной и иных незапрещенных форм связи с уведомлением о получении.

6.5. Вся корреспонденция в рамках настоящего Соглашения должна направляться на имя координаторов, указанных в п.3.1. Соглашения, по следующим адресам:

- «Университет»: 124498, Москва, Зеленоград, пл. Шокина, д. 1.
- «Партнер»:________________________________________________
7. Срок действия Соглашения
7.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует бессрочно.
7.2. Соглашение может быть расторгнуто досрочно по письменному заявлению одной из Сторон по истечению 30 (тридцати) дней с момента получения другой Стороной письменного уведомления о намерении расторгнуть Соглашение.
8. Прочие условия
8.1. Соглашение не является предварительным договором. Стороны не вправе, ссылаясь на факт заключения Соглашения, понуждать друг друга к заключению каких-либо договоров/соглашений в судебном порядке.

8.2. Если по отдельным направлениям сотрудничества между Сторонами для реализации конкретных совместных проектов на основе данного Соглашения были заключены самостоятельные договоры, в случае прекращения действия Соглашения указанные договоры сохраняют юридическую силу до полного исполнения Сторонами обязательств по ним, если в них не было сказано обратного.
8.3. Расходы, связанные с исполнением Соглашения, Стороны несут самостоятельно.
8.4. Споры и разногласия, возникающие из Соглашения или в связи с ним, будут решаться на основе взаимодоговоренности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.5.Соглашение составлено в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 1 (Одному) для каждой из Сторон. 
9. Адреса и подписи сторон

	
	«Университет»

федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего  образования «Национальный исследовательский университет 

«Московский институт  электронной техники» (МИЭТ)

124498, Москва, Зеленоград, пл. Шокина, д. 1

ИНН: 7735041133 КПП 773501001

ОКПО: 02066552

ОКВЭД: 85.22; 72.19
Проректор по научной работе МИЭТ

____________ С.А. Гаврилов
  «____» _______ 20___ г.



М.П.
	«Партнер»

Адрес: 

______________________
____________ _____________

«____» _______ 20__ г.

М.П.
	


Приложение № 1

к Договору № __________

от «___»__________20__ г.

Перечень оборудования ЦКП «МСТ и ЭКБ»
1 Атомно-силовой микроскоп SmartSPM (AIST-NT)

2 Вакуумная печь SRO-706 (ATV Technologie GmbH)
3 Времяпролетный вторично-ионный масс-спектрометр TOFSIMS-5-100 (IonTOF)

4 Высоковакуумная низкотемпературная система «PlasmoScope-2M» для исследования нанорельефа, магнитных и тепловых свойств наноструктур методами АСМ/СТМ/МСТ

5 Двулучевая система Quanta 3D FEG (FEI)

6 Дифрактометр многофункциональный Rigaku SmartLab

7 Зондовая установка для анализа пластин и подложек до 150 мм PM5 Probe System (Cascade Microtech)

8 Зондовая установка для тестирования микросистем в составе пластин UF200A TOKYO

9 Камера климатическая программируемая MC-811P (Espeс)

10 Автомат разварки выводов 64000 G5 (FGK)

11 Автоматическое устройство разделения пластин на кристаллы DAD3350 (Disco Abrasive Systems, LTD)
12 Аппаратно-программный комплекс для измерений X-, S- параметров и анализа характеристик усилителей до 40 ГГц

13 Аппаратно-программный комплекс для проектирования СВЧ МИС

14 Аппаратно-программный комплекс с терминальным доступом для выполнения задач проектирования интегральных микросхем с автоматизированными рабочими местами

15 Комплекс для измерения и контроля параметров высокочастотных интегральных микросхем и устройств ДМТ-518 (ДМТ-Электроникс)
16 Комплекс измерительный параметров аналоговых микросхем и устройств ДМТ-219 (ДМТ-Электроникс)
17 Лазерный конфокальный микроскоп VL 2000 DХ (Lasertech) 

18 Линия герметизации корпусов методом роликовой шовной сварки с вакуумной печью и возможностью корпусирования в гелиевой среде HPS 9206М (Pyramid Engineering Systems Ltd.)
19 Микроскоп сканирующий "Микро 2001-01" (КБТЭМ-СО)

20 Микроскоп сканирующий INM 100 (KLA-Tencor)
21 Оже-микрозонд PHI-670xi (Physical Electronics)

22 Оптический микроскоп Vistec lNM100/DFC290 с цветной цифр.камерой (KLA-Tencor)
23 Оптический микроскоп Vistec lNM100/DFC290 с цветной цифр.камерой (KLA-Tencor)
24 Оптический микроскоп VL2000D высокого разрешения (KLA-Tencor)
25 Оптический профилометр Veeco Wyko NT 9300
26 Полуавтоматическая зондовая установка Summit 12K (Cascade Microtech)
27 Программно-аппаратный комплекс для проведения процессов с фотошаблонами размером 7 дюймов Vistec
28 Программно–технический комплекс высокопроизводительных вычислений с использованием САПР

29 Профилометр Alpha-Step D120 (KLA-Tencor)
30 Проходная камера CK-581 (Multitest Elektronische System)

31 Растровый электронный микроскоп JEOL JSM-6490LV

32 Рентгеноскопическая цифровая система контроля микросхем с функцией томографии XD7600NT (DAGE Precision Industries Ltd.)
33 Система бесконтактного измерения температуры и теплового анализа SC5700 M (FLIR System)

34 Система временного бондинга пластин со структурами, формируемыми по технологии 3D сборки: SB8Gen, SD12, HP200, DB12T (Micro Tec)
35 Система для управления пучком и прецизионной засветки фоторезиста на поверхности полупроводниковых подложек для растрового электронного микроскопа Xenos XeDraw 2
36 Система лазерного разделения пластин со структурами, формируемыми по технологии 3D-сборки

37 Система обрезки и формовки выводов 5000L-F-3A-F-1A/4 (Fancort Industries, Inc.)
38 Система плазменного реактивно-ионного травления и обработки поверхности фотошаблона Corial 300S
39 Система по изучению магнитооптического эффекта Керра Neoark BH-PI7892-KI

40 Система электрохимического формирования слоев металла в структурах 3D сборки

41 Сканирующий спектральный эллипсометр Horiba Uvisel 2

42 Спектральный эллипсометр AutoSe System (HORIBA Jobin Ivon)

43 Сухожаровой термошкаф CR-30 (Carbolite)
44 Термический столик для проведения экспериментов при пониженных и повышенных температурах для растрового электронного микроскопа Deben MK3 COOLSTAGE
45 Технологический комплекс групповой сборки кристаллов и соединения пластин Substrate bonder SB6 (Suss Microtech)
46 Технологический комплекс жидкостного травления и химической обработки кремния Mercury style (SCR)

47 Технологический комплекс напыления тонких пленок металлов SEGI-RFA3-4TR
48 Технологический комплекс пиролитических процессов и плазмостимулированного осаждения материалов SVFUR-PEH4

49 Технологический комплекс плазменного, реактивно-ионного травления кремния и обработки материалов STS
50 Технологический комплекс термических процессов (диффузия и окисление) SVFUR-AH4 (SVCS)

51 Технологический комплекс фотолитографии и оптического контроля EVG 150

52 Установка автоматического контроля топологии на фотошаблонах ЭМ-6329 (УП «КБТЭМ-ОМО»)
53 Установка гидрообработки разделенных пластин UH 117 (SCR Engineering s.r.o.)
54 Установка для акустических исследований объемных структур KSI v-350lm (KSI Sonic Industries GmbH)
55 Установка для ионного травления и полировки Fischione Instruments Model 1060 SEM Mill

56 Установка измерения поверхностного сопротивления QuadPRO (Lucas Labs)
57 Установка контроля акустических шумов LPD-D4000 (BW)

58 Установка контроля герметичности с камерой опрессовки в гелии HLT 560 (Pyramid Engineering Systems Ltd.)
59 Установка монтажа кристаллов методом Flip-chip с возможностью эвтектической пайки PP5/4 (Cefor Ingenierie)

60 Установка монтажа кристаллов с возможностью эвтектической пайки PP5/2 (Cefor Ingenierie)

61 Установка отмывки полупроводиковых пластин ЭМ-3027 ("УП "КБТЭМ-СО"")
62 Установка плазменной очистки YES-G500 (Yield Engeniering System, Inc.)
63 Установка тестирования и УЗ-сварки (полуавтомат) F&K Delvotec GmbH 56ХХ
64 Установка тестирования микросистем UltraFlex (Teradyne)

65 Установка формирования шариковых выводов с возможностью термо- и ультразвуковой сварки выводов многоуровневых корпусов 5310 (F&K Delvotec GmbH)
66 Энергодисперсионный спектрометр INCA Energy 350 X-Max20 (Oxford Instruments)

67 Энергодисперсионный спектрометр Quantax XFlash 6 (BRUKER Nano)
Проректор по научной работе ____________________________________ С.А. Гаврилов 
